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九江德福科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2025-002 

 

 

投资者关系活动类别 

☐特定对象调研 ☐分析师会议 

☐媒体采访 业绩说明会 

☐新闻发布会 ☐路演活动 

☐现场参观 

☐其他（请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称及人员姓名 具体名单见附件 

时间 2025年4月21日 16:00-17:00 

地点 电话会议 

上市公司接待人员姓名 
副总经理、董事会秘书 吴丹妮女士 
投资者关系经理 左净霭女士 

 

 

 

投资者关系活动主要内容

介绍 

一、公司经营情况介绍 

公司于 2025 年 4 月 19 日发布 2024 年年度报告和 2025 年一季

度报告。2024 年公司实现营业收入 78.05 亿元，同比增加

19.51%；归属于上市公司股东的净利润为-2.45 亿元，同比下降

284.56%；归属于上市公司股东的扣非净利润为-2.36 亿元，同比下

降 442.96%。 

2025 年第一季度公司实现营业收入 25.00 亿元，同比增加

110.04%；归属于上市公司股东的净利润为 1820.01 万元，同比增

加 119.21%；归属于上市公司股东的扣非净利润为 588.70 万元，同

比增加 105.66%。 

二、问答环节 

1、公司 2024 年和 2025 年第一季度销量、产能情况 

答：2024 年公司实现电解铜箔销售 9.27 万吨，同比增长

17.18%；2025 年第一季度实现电解铜箔销售 2.96 万吨，同比增长

102%。截至 2025 年一季度，公司产能 15 万吨/年，预计 2025 年第

二季度将有 2.5 万吨在建产能投产试运行。2025 年公司将继续以高

端产品加速放量作为全年战略目标，不以低价抢单恶化市场竞争。 

2、公司 2025 年第一季度盈利改善的原因？ 

答：2025 年第一季度整体保持较高开工率，销量较去年同期翻

倍，锂电铜箔高附加值占比继续保持 40%以上，电子电路铜箔部分

产品加工费有上修调整，同时高阶 RTF、HVLP 第 1-3 代加快批量导

入，带动公司整体利润修复。 

 



3、美国关税对公司业务的影响？ 

答：公司产品没有直接出口到美国，海外客户仅涉及日韩和欧

洲，无直接影响。公司自 2023 年起开启全球布局本地化配套客

户，目前正在筹备欧洲建厂和东南亚销售布点。 

4、宁德时代近期推出 12C 铁锂快充、自生成负极等新品，公司是

否有相关配套产品？ 

答：公司珠峰实验室与头部电芯客户各家实验室保持紧密联

系，聚焦前沿创新技术，努力为客户最新需求提供全套电解铜箔解

决方案。目前公司在下一代电池技术领域用铜箔已取得前瞻性布局

成果，匹配全固态/半固态电池、锂金属电池及低空飞行器专用锂

离子电池技术等方向，包括 PCF 多孔锂电铜箔、雾化铜箔、芯箔等

在内的多款新型锂电铜箔，并均已具备量产能力，其中 PCF 多孔锂

电铜箔和雾化铜箔于今年 3 月已实现批量生产。 

（1）PCF 多孔铜箔：作为新型集流体材料，通过独特的孔隙结

构设计有效解决了传统致密铜箔在锂电池应用中面临的界面接触、

离子传输和应力缓冲等问题。多孔铜箔可使锂电池能量密度提升

15-20%，特别适用于硅基负极、锂金属负极等高能量密度电池体系

以及固态电池体系，孔隙结构可引导锂金属电池中的锂均匀沉积，

孔隙结构增加固-固接触点能有效降低界面阻抗。 

（2）雾化铜箔：通过表面处理的方式将铜箔的 2D 表面结构转

变为 3D 结构，有望抑制锂枝晶生长，且更大的比表面积可提高负

极粘结力，多级粗糙结构可缓冲负极的体积膨胀，可作为硅基负极

用的半固态/全固态电池和锂金属负极电池的解决方案。 

（3）芯箔：通过表面处理，其可在 200℃条件下保持 3 小时不

氧化，能提升电池的高温循环寿命，适合电动汽车快充、航空航天

等高温应用场景以及含硫的固态电池。 

5、 公司电子电路铜箔国产替代进展如何？ 

答：2024 年公司研发投入为 1.83 亿元，同比增长 30.45%，新

增约 17 件发明专利，填补多项行业技术空白，在多个国产化替代

项目的交付中展现了公司强大的研发实力。在电子电路铜箔领域，

公司持续深化“高频高速、超薄化、功能化”技术战略。公司与生

益科技、台光电子、松下电子、联茂电子、华正新材、鼎鑫电子、

深南电路、胜宏科技等知名 CCL 和 PCB 厂商建立了稳定的合作关

系，为其供应链国产化需求提供电解铜箔解决方案，目前高端产品

国产替代符合预期。 

（1）RTF：RTF-3 已实现对多家 CCL 客户实现批量供货，粗糙

度降至 1.5μm、颗粒尺寸 0.15μm，抗剥离强度不低于 0.53N/mm

（M7 级 PPO 板材），适配高速服务器、Mini LED 封装及 AI 加速卡

需求。RTF-4 进入客户认证阶段。 

（2）HVLP：HVLP1-2 已批量供货，主要终端应用于英伟达项目

及 400G/800G 光模块领域。HVLP3 已通过日系覆铜板认证，应用于

国内算力板项目，预计 2025 年该款产品将加速放量。HVLP4 在与客

户做试验板测试，HVLP5 处于特性分析测试。 

（3）载体铜箔：自主研发的 3μm 超薄载体铜箔（C-IC1）已

通过国内存储芯片龙头可靠性验证和工厂制造审核，自今年 3 月起

开始供货。带载体可剥离超薄铜箔是制备难度最高的铜箔产品之

一，该产品技术多年被日系及欧洲电子电路铜箔等公司垄断，公司



通过持续研发投入，成为国内首家载体铜箔国产替代量产厂家，该

产品可满足芯片封装基板超微细线宽线距需求。 

6、当下公司利润修复后，公司未来战略方向如何？ 

答：公司于 2024 年 11 月 28 日发布《关于拟向全资子公司划

转部分资产及业务整合的公告》，优化公司管理架构，整合内部资

源，推动上市公司的集团化发展。未来将充分利用自身化学工业创

新平台优势，通过大量交叉学科技术的应用，引领电解铜箔材料性

能持续升级，以匹配下游 AI 硬件、机器人、高性能锂电池等应用

领域的高速发展，同时不断发展颠覆性铜箔制造技术，以铜箔为主

要终端产品电子级化学品为副产品，实现制造过程能耗大幅下降及

原子经济性，利用制造过程循环将企业整合成综合性的化工电子材

料集团。 

附件清单（如有） 无 

日期 2025年4月21日 

 

  



参会名单（排名不分先后，按拼音排序）： 

Ofionk Capital、北京鸿道投资管理有限责任公司、北京橡果资产管理有限公司、财通证券股

份有限公司、财通证券资产管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、长城证券股

份有限公司、长江证券股份有限公司、大家资产管理有限责任公司、东方证券股份有限公司、

东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、复通（山东）私募投资基金管理有限公司、

光大理财有限责任公司、广东正圆私募基金管理有限公司、广发乾和投资有限公司、广发证券

股份有限公司、硅谷天堂产业集团股份有限公司、国惠（香港）控股有限公司、国盛证券有限

责任公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、鸿运私募基金管理（海南）

有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公

司、华鑫证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、平安银行股份

有限公司、瑞士银行、瑞银集团、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海晨燕

资产管理中心（有限合伙）、上海度势投资有限公司、上海瀚伦私募基金管理有限公司、上海合

道资产管理有限公司、上海健顺投资管理有限公司、上海九祥资产管理有限公司、上海瑞潇投

资管理中心（有限合伙）、上海森锦投资管理有限公司、上海渊泓投资管理有限公司、上海云门

投资管理有限公司、深圳前海亿阳投资管理有限公司、深圳市鹏举投资有限公司、深圳市尚诚

资产管理有限责任公司、深圳市兴亿投资管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、世

纪证券有限责任公司、世嘉控股集团（杭州）有限公司、太平洋证券股份有限公司、泰山财产

保险股份有限公司、同泰基金管理有限公司、五矿证券有限公司、西部利得基金管理有限公

司、西部证券股份有限公司、向三创股份公司、兴业证券股份有限公司、英大证券有限责任公

司、圆信永丰基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中航

证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投证券

股份有限公司、中银国际证券股份有限公司 
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